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SMT適用時の樹脂基板ブリスタ－低減技術開発 

１．目的 ： デバイスを樹脂基板に表面実装時、樹脂基板に発生するブリスタ－  

を低減する。 

２．内容 

２．１ 供試体 ： スマ－トメディア 

２．２ 評価項目 

（１）成形安定性確認のため、成形部品の重量評価。 

（２）低ブリスター用の２種類の材料を使用し、真空成形技術により、真空ＯＮ／ 

ＯＦＦ時の部品を製作。 

 

上記２種類の材料の成形部品を空リフロ－処理し、ブリスタ－発生頻度を確認。 

（３）ブリスタ－部、ボイド内のガス成分と温度の相関関係を分析。 

 

３．結果 

３．１ 材料別（D社 LCP、P社 LCP＋ZnO）真空ＯＮ／ＯＦＦ時、重量変化推移。 

（１）成形部品重量の標準偏差 

 

 

 

 

真空ＯＮ／OFF時、バラツキは小さく成形は安定。 

 



 

（２）材料別、真空ＯＮ／ＯＦＦ時、重量変化推移。 

⇒ 材料の違い、真空ＯＮ／ＯＦＦに関わらず、部品重量に顕著な差はなく、 

      成形によるブリスター発生率の大小には影響ない。 

３．２ 空リフロ－後のブリスタ－発生評価。 

    （１）D社 LCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 社ＬＣＰ 

Ｎ＝５０評価で、４７（個）発生（９４％ ： 真空ＯＦＦ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 社ＬＣＰ 

Ｎ＝５０評価で、３（個）発生（６％ ： 真空ＯＮ） 

 

    （２）P社 LCP（＋ZnO） 

        真空 ON／OFF時成形部品は、いずれもブリスター発生は確認され 

なかった。 

 

３．３ ブリスタ－部、ボイド内の発生ガス成分と温度の相関関係を分析。 

 

D社 LCPのペレット、成形品ブリスタ－のボイド内ガス分析実施。 

（樹脂はボイド近傍を含め２ｍｇ採取し、Ｓｉウエハ－上で加熱） 

※加熱レ－ト：１（℃／Ｓｅｃ）、Ｓｉウエハ－温度は、７００（℃）まで加熱。 

 

 

 

（１）全放出ガスの合計である全圧は、ペレットが最も少なく、成形品はペレット

の１．３～２倍多い。放出ガスの大半は、Ｈ2Ｏであり、成形品はペレットに比

較し、２倍以上のＨ2Ｏを放出する。 

  

（２）成形品はペレットに比較し、３～８倍のＣＯ2を放出する。 

   温度に対する全放出ガスは１５０（℃）がピ－ク。３００（℃）以上では、再び、

温度上昇に伴い放出ガスが増加する。 

 

 



   （３）１５０（℃）付近の放出ガスの主成分はＨ2Ｏである。３００（℃）以上で放出     

されるガスの主成分はＣＯ2である。 

 

 

４．結論 

４．１ 真空 ONで成形時、真空 OFF（通常成形）に比較して、ブリスター低減 

      効果がある。 

 

 ４．２ P社 LCP（＋ZnO）は、ブリスター低減効果がある。ZnOが LCP成形品の 

      スキン層とコア層が分離するのを防止する効果があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．３ 金型内真空以外に、“シリンダ－内ガス除去＋金型内真空”が、ブリスターの

大幅低減に効果があると考える。 

 

 

※基板樹脂グレード、真空成形金型構造、成形条件、ZnO混合比率は、未開示に  

させて頂きます。 
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